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PCB
焊接工艺要求

产品名称 产品型号 版本 页数 制订时间

直流伺服 ARES80100_MAIN V7 1 2023-2-6

参照“ARES80100_MAIN_V7_元件值 PDF”文件；

注意：焊接时，焊锡不要高出铜排；

2. 贴片螺母 SMTSO3030CTJ个高度为 3mm，均在线路板的底层焊接，紧贴线路板，不能歪斜；

5. 未标注的，均紧贴线路板焊接；

6. 特殊说明的参见《IPC-A-610E 电子组件的可接受性》标准；

编制 审核 批准

日期 日期 日期


